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Prufungsantrag gem. § 44 PatG ist gestellt 

© Elektrode und/oder Leiterbahn fur organische Bauelemente und H.erstelluhgverfahren dazu 

©. Die Erfindung betrirft Elektroden fur organische Bau- 
elemente, insbesondere f u r Bauelemente wie Feldeffekt- 
transistoren (OFETs) und/oder Leuchtdioden (OLEDs),;die 

leitfahige undfein strukturierte Elaktrodenbahnen haben. 1 

Die Elektrode/Leiterbahn wird dabei durch einfachen Kon- 

takt einer leitenden oder nicht-1eitenden Schicht aus orga- . 

nfschem Material mit einer chemischen Verbindung her- 

gestellt, -weil die chemische Verbindung die Schicht aus. 

organischem Material an der Kontaktstelle deaktiviert 

oder aktiviert, d. h. leitend oder nicht-leitend macht. 
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BeSCbr6ibung [° 012 3 NacheinerAusgestaltMgfnucro^ontact-printig) 

[0001] Die Erfindung betriffl Elektroden fur organische V ? ^ •"" ^ 

Bauelemente, insbesondere fur Bauelemente wie Feldef !?,f! Mate ™ ^f^f* oder aktmert, in dem Stempel 

dieleitfahigeund^ [0 013] Die Schicht aus organischexn Material ist bevor- 

[0002] Bekannt sind leitfabige Hektrodenbahnen auf or- ^n^^^°^^(^^ ^f^.^' 

ganischer Basis aus "lithographic patterning of conductive AnetirfSh^T PE DOT/olyethylendio X ythiophen). 

{ i iWj, 6. /U5-706. Dort wird beschneben, wie auf ein Sub- Substrats einsetzbar wcmcnnmg des 

deckt wird. Nach dem Trocknen wird dieSoSShicht Zen H h ™ ^ ^nntn alle 

dun* eine Schattentnaske nut wSS^SSSS ,5 wS,SgS^2 *" ^ ^ 

behchteten Stellen wird der Photoresist durch einen basi- [0015] Der BeJriff ' W,„,c,h,.. , ■ ,.. , 

. schen Entwickler entfernt der gleichzeitig durch eine rhr n! , , gnff ° r & anisches Material" umfasst hier 

mische Reaktion das an telSSsteltoSnX^ f ? ^ ° rganlS = hen " ^etaUorganischen und/oder an- 

[0003] Ausserdem ist aus der Schrift Tow-cost all poly- 20 Sen ^^^^ ^^^fl^ ^ 

mer integrated circuits" von C J Durv et al in "AnnlieH rZ£ mit Ausnahme der Halbleiter, die dje klassischen 

lyanilin zusammen mit einem Photoinitiator auf das Substot w T w Be^hrankung , m dogmatischen 

aufgebracht werden kann, wiedenT nach dlnTtoSS S f °^ amSche u S Matenal 315 Kohlenstoff-enthaltendes 

IUUU7J Nacb emer vorteilhaften Ausgestaltune wird die TOOIQl ni*. TJrfir5„ i . t» ■ , ~ 

SSSSSK. s££3££S3SSs 

[0009] NacheinerAusgestaltungwirddiechemischeVer- ' er '' h ' ^ nicht " ,eitend mac ^. 

(pCP-Druck) Micro contact printing takt-bnngen einer Sctocbt aus oiganischem Material 

[0010] Durch das Bedrucken mit der chemischen Verbin- 60 ? pT"w V^ung herstellbar ist. 

dung wird eine drastische Anderung in d™ Sahifkeit „ und/oder Leiterbahn nach Anspmch 1, 

herbeigefiihrt. Durch die Drucktechn k kL eSe fete . I ^ Material vor dem Kontakt mit 

Stnikturierung der funk.ionellen S ch,"ht SScKjl £^^^.^^^ i " n,,dfl,Cbi «' uf 

Die Auflosung hang, dabei von der Leistungsfahigkeit des TZk^T m*Z j *l . 

jeweiligenDruckverfahrensab ngsramgteeit aes 3 Elektrode . und/oder Leiterbahn nach Anspmch 1 

[0011] Der Druck kann z. B. mil einem Stempel wie beim ^ - ^ *e&cMcht aus otganischem Material ist 

Tampondruck oder mi, einer Stempeh^SXuS SSSS f ^ ^ '"'^ ^ 

chen Verfabren, erfolgen. A CI . . . " , , . 

4 - blckrrode und/oder Lenerbahn nach einem der vor- 
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stehende Anspriiche, wobei die chemische Verbindung 
eine Base ist. 

5. Verfahren zur Herstellung .einer Elektrode und/oder . 
einer Leiterbahn durch in-Kontakt-Bringen eines be- . 
schichteten Substrate mit einer cbemischen Verbin- 5 
dung. 

6. Verfahren nach Anspruch 5, bei dem die chemische 
Verbindung durch Bedrucken in Kontakt mit der 
Schicht aus prganischem Material gebracht wird. 

7. Verfahren nach einem der Anspriiche 5 oder 6, bei 10 
dem die Elektrode und/oder Leiterbahn durch partielle 
Aktivierung oder Deaktivierung der Schicht aus orga- 
nischem Material hergestellt wird. 
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